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（請接背面） 

 
 

一、有關 CO2，請寫出： 
三種主要之 CO2產生來源。（6 分） 
以吸收方法回收 CO2時之兩種工業上常用之吸收劑。（4 分） 
 CO2之五種主要工業用途。（10 分） 

二、半導體封裝製程中，封裝塑膠（epoxy molding compound，簡稱 EMC）是用量極大的

材料，試回答下列問題： 
 EMC 之主要成分之一是環氧樹脂，針對半導體之封裝應用，列出五種環氧樹脂之

優點或功能。（15 分） 
若單獨使用環氧樹脂作為封裝塑膠，亦有缺點，列出 3 種此類缺點。（6 分） 
 EMC 中除環氧樹脂外，亦含有其他數種重要成分，請列出其中 3 種成分，並說明

各個成分的功能。（18 分） 

三、寫出煉油工業中三種主要之氫化反應，並說明三者各為何？差異為何？（20 分） 

四、化學氣相沉積（CVD，又稱化學蒸鍍），是半導體工業及許多其他化學工業常用之製

程，請回答下列問題： 
何謂 CVD？（6 分） 
 CVD 之反應機制可分成五個主要步驟，寫出此五個步驟並說明之。（15 分） 


